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证券代码：301321                                 证券简称：翰博高新 

 

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

                                                     编号：2025-001 

投资者关系活动

类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 
线上参与公司 2024年度网上业绩说明会的全体投资者 

时间 2025 年 5月 16日 15:00-17:00 

地点 
深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）

“云访谈”栏目 

上市公司接待人

员姓名 

董事长、总经理 王照忠 

独立董事       施海娜 

财务负责人     李艳萍 

董事会秘书     潘大圣  

保荐代表人     伊术通 

投资者关系活动

主要内容介绍 

1、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内

其他主要企业的业绩表现？谢谢。 

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！2024

年行业整体发展呈现向好趋势，经济复苏带动消费电子需求有

所回暖。目前，中国已成为 LCD电视、电脑及新能源汽车等领

域的核心生产与消费大国。同时，行业发展伴随消费者信心回
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升，笔记本电脑、桌面显示器等消费电子产品需求回暖，有力

带动了显示背光模组市场增长。展望未来，液晶显示器市场规

模的进一步扩大会相应带来背光显示模组行业的长远发展。行

业内现存企业发展因自身不同而有差异，部分凭借战略决策与

市场应变能力不断发展，也有企业因提升技术优势而发展。谢

谢！ 

2、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢

谢。 

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！公司

为液晶显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提

供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设

计和产品智能制造于一体，目前产品主要应用于笔记本电脑、

桌面显示器、平板电脑、车载屏幕等消费电子领域，其所处行

业为半导体显示行业重要部分，属国家战略性新兴产业，在国

民经济中占据重要地位。国家高度重视半导体显示行业，近年

来出台系列法律法规与支持性政策，为半导体显示及背光显示

模组行业打造良好政策环境，推动行业持续向好。谢谢！ 

3、公司在新能源车载显示领域涉及车载显示客户有哪

些？ 

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！目前

公司车用 Mini-LED 背光产品已经成功与众多 Tier1 供应商及

整车厂展开合作，车载类产品覆盖了海微科技、诺博汽车、博

泰车联网、创维智能汽车、航盛电子、马瑞利等 Tier1，车载

类产品终端包括了蔚来、奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿

斯顿马丁等整车厂。谢谢！ 

4、请问公司申请和授权的专利总数以及发明专利数量情

况如何？ 
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答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！截至

2024 年 12月，公司注册专利总量为 410件，其中发明数量为

104 件；授权专利总量为 322 件，其中授权发明数量为 38件。

在 2024 年度，公司注册专利总量为 44 件，其中发明 15 件；

授权专利总量为 32 件，其中发明 8 件。在主营业务领域内，

公司持续重视研发投入，不断丰富技术储备，目前研发投入聚

焦高端显示技术突破，通过高亮异型网点（提升笔记本显示性

能）、准直控光技术（拓展防窥屏商务应用）、开发菲涅尔透

镜膜（引领车载 HUD Miniled 技术）等创新来强化技术壁垒，

为公司后期实现长期效益奠定坚实研发基础。谢谢！ 

5、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如

何？谢谢。 

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！公司

2024 年实现营业收入 23.47 亿元，同比增长 8.49%；实现归属

于上市公司股东的净利润-2.14 亿元，同比下降 505.70%。公

司业绩下滑主要由于新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不

足，折旧等固定成本较高，且由于新开发机种制程难度大，良

品率低于正常水平，导致整体单位成本较高，毛利率较低。未

来公司将通过优化工艺、拓展高毛利领域订单、动态调配产能

提升利用率，从而提高盈利能力。谢谢！ 

6、研发费用同比增加 11.53%，但新产品良率未达预期，

研发投入与产出是否匹配？未来是否调整研发策略？ 

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！2024

年研发费用同比增加 11.53%，研发投入与收入增长相匹配不

能仅以良率评判其价值，研发投入对生产工艺优化、技术认证

推进及专利技术储备均起到关键作用，为公司产品竞争力提升

和市场开拓奠定技术基础。目前公司重视研发产品工艺提升，

后续将持续优化研发结构，平衡短期见效与长期布局来推动公
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司长期发展。谢谢！ 

7、针对未来的发展，翰博高新有哪些战略规划，特别是

在研发投入和市场拓展方面的计划是什么？ 

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！公司

以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为企业愿景，秉承“构

建价值实现的平台，追求全体员工的幸福；为生活呈现美好色

彩，推动社会进步与发展”的使命，深耕半导体领域，致力于

为客户提供半导体显示行业的多品类产品。公司将持续聚焦主

营业务，不断提升核心竞争力和综合实力，实现公司可持续发

展，持续整合上下游供应链，拓展产业链条，提升公司综合实

力；持续精进，重视研发投入，提升产品的核心竞争力，满足

客户多元化、深层次需求，提升客户粘性，提升公司的市场份

额；打造共赢平台，吸引和培养高精尖人才。未来，公司将持

续关注行业内新技术的应用和市场业务机会，并结合公司实际

情况进行战略拓发展与规划，开发和拓展多元化产品领域，全

面提升公司盈利能力。谢谢！ 

附件清单（如有） 无 

日期 2025 年 5月 16日 
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